
Wzakresie obudÛw do rozdziel-
nic firma ETI Polam posiada
w ofercie nastÍpujπce rozwiπ-

zania:

ï obudowy modu≥owe typu CT, CM, ECT,
ECM, ECH z tworzywa, w II klasie izo-
lacji, do 48 modu≥Ûw (w rzÍdach: 1 x 12
modu≥Ûw, 2 x 12 modu≥Ûw, 3 x 12 modu-
≥Ûw, 4 x 12 modu≥Ûw, 1 x 18 modu≥Ûw, 
2 x 18 modu≥Ûw), w wykonaniach natyn-
kowych i podtynkowych, o stopniu
ochrony IP40, IP55, IP65, z drzwiami
transparentnymi i bia≥ymi. Obudowy te
stosowane sπ g≥Ûwnie w budownictwie
mieszkaniowym, ale znajdujπ rÛwnieø
zastosowanie w przemyúle;

ï obudowy modu≥owe typu ERP, wykona-
ne w II klasie izolacji, podtynkowe,
z metalowymi drzwiami i ramkπ oraz
spodniπ czÍúciπ z tworzywa, o stopniu
IP30. W obudowach ERP moøna zainsta-
lowaÊ do 108 modu≥Ûw (wykonania: 12
modu≥Ûw w rzÍdzie ñ maksymalnie czte-
ry rzÍdy, 18 modu≥Ûw w rzÍdzie ñ mak-
symalnie szeúÊ rzÍdÛw). Tak jak wymie-
nione wczeúniej, obudowy ERP znajdujπ
g≥Ûwne zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym, ale mogπ s≥uøyÊ rÛw-
nieø jako obudowy administracyjne,
gdzie niekiedy wymagane jest ogranicze-
nie dostÍpu poprzez zastosowanie zamka
z wk≥adkπ patentowπ;

ï obudowy modu≥owe typ MU, w I klasie
izolacji, o stopniu ochrony IP32, uniwer-
salne ñ mogπ byÊ stosowane jako natyn-
kowe i podtynkowe. Ich korpus, drzwi
oraz maskownice wykonane sπ z blachy
stalowej. W szafkach MU moøna zain-
stalowaÊ do 120 modu≥Ûw (wykonania:
18 modu≥Ûw w rzÍdzie ñ maksymalnie
piÍÊ rzÍdÛw, 24 modu≥Ûw w rzÍdzie

ñ maksymalnie piÍÊ rzÍdÛw). W standar-
dzie wystÍpuje zamek z wk≥adkπ paten-
towπ. Seria MU znajduje zastosowanie
w obiektach budownictwa ogÛlnego,
miÍdzy innymi w budynkach mieszkal-
nych i uøytecznoúci publicznej;

ï obudowy modu≥owe RH, w I klasie izo-
lacji, natynkowe, z blachy stalowej,

o stopniu ochrony IP55. Pozwalajπ zain-
stalowaÊ do 376 modu≥Ûw (wykonania:
12, 24, 36, 47 modu≥Ûw w rzÍdzie ñ mak-
symalnie osiem rzÍdÛw. Znajdujπ zasto-
sowanie wszÍdzie tam, gdzie wymagany
jest podwyøszony stopieÒ ochrony IP ze
wzglÍdu na naraøenia zwiπzane z dzia≥a-
niem wody i py≥u;
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Obudowy do rozdzielnic nn
w ofercie ETI Polam
Paweł Piróg

Firma ETI Polam posiada w ofercie kompletne portfolio produktÛw niezbÍdnych do wykona-
nia rozdzielnic elektrycznych niskiego napiÍcia, w oparciu o aparaty elektryczne i obudowy
ETI. Artyku≥ prezentuje cechy dostÍpnych obudÛw, ze szczegÛlnym uwzglÍdnieniem serii GT,
ktÛra jest pierwszym elementem wdraøanej przez firmÍ grupy obudÛw systemowych. 

Rys. 1. 
Obudowa systemowa monoblokowa do 630 A



ï obudowy modu≥owo-licznikowe RX wy-
konane w I klasie izolacji, natynkowe,
o stopniach ochrony IP42 i IP55, dostar-
czane g≥Ûwnie na zamÛwienie specjalne;

ï obudowy hermetyczne, wnÍtrzowe typu
GT, o stopniu ochrony IP65, w standar-
dzie dostarczane z p≥ytπ montaøowπ.
Znajdujπ zastosowanie tam, gdzie wystÍ-
pujπ skrajne zagroøenia zwiπzane z dzia-
≥aniem wody, py≥u oraz oddzia≥ywania
mechaniczne, g≥Ûwnie w przemyúle.
Obudowy GT sπ jednπ z czÍúci duøego
projektu zwiπzanego z wdraøaniem do
oferty ETI obudÛw systemowych.

Obudowy systemowe
ñ za≥oøenia techniczne 

i funkcjonalne

Pod pojÍciem obudÛw systemowych na-
leøy rozumieÊ system, gdzie poszczegÛlne
elementy wyposaøenia wnÍtrza obudowy
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Rys. 2. Obudowa serii GT z wk≥adem modu≥owym

Rys. 3. Wyprofilowane krawÍdzie korpusu zapewniajπce ochronÍ przed wodπ

Rys. 4. 
Wylewana uszczelka 
poliuretanowa na drzwiach
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(szyny, p≥yty, wsporniki, maskownice itp.)
pasujπ do rÛønych rozmiarÛw obudÛw
(wysokoúÊ, szerokoúÊ, g≥ÍbokoúÊ). Za≥oøe-
niem projektu wdraøanego przez ETI jest
stworzenie pe≥nego systemu obudÛw mo-
noblokowych do 630 A z wyjmowanym
wk≥adem montaøowym oraz ramowych do
4000 A. Projekt obejmuje: obudowy na-
tynkowe, podtynkowe, wiszπce, stojπce
monoblokowe, stajπce ramowe, o rÛønych
stopniach ochrony IP. Obudowy wystÍpu-
jπ w pierwszej i drugiej klasie izolacji.

Typoszereg wymiarowy obudÛw syste-
mowych oparty jest o normÍ DIN 43870.
Podstawowe pole projektowe maskowni-

cy aparatÛw posiada wysokoúÊ 150 mm
i szerokoúÊ 250 mm. Wewnπtrz obudowy
montowany jest wk≥ad montaøowy, sk≥a-
dajπcy siÍ ze wspornikÛw pionowych,
elementÛw mocujπcych typu L, p≥yt mon-
taøowych, maskownic aparatÛw, szyn
TH35. Wk≥ad montaøowy moøe byÊ wyj-
mowany, co u≥atwia sznurowanie apara-
tÛw w warsztacie i powoduje rÛwnieø, øe
aparaty moøna umieúciÊ we wczeúniej za-
montowanej obudowie, po wszystkich
pracach budowlanych. Unika siÍ wÛw-
czas ryzyka zwiπzanego z zanieczyszcze-
niem aparatÛw py≥em budowanym, a co
za tym ich uszkodzenia. Dodatkowπ zale-
tπ systemu jest moøliwoúÊ podzia≥u obu-
dÛw w pionie, przez co moøna wydzieliÊ
w jednej obudowie przedzia≥ z aparatami
zabezpieczajπcymi, przedzia≥ kablowy
bπdü przedzia≥ teletechniczny. Konstruk-
cja wspornika pionowego umoøliwia sko-
kowπ regulacjÍ montaøu szyn noúnych,
p≥yt montaøowych oraz maskownic
w pionie (25 mm) i poziomie (6 mm / 2
mm). Daje to producentowi rozdzielnicy
moøliwoúÊ wyboru optymalnych odleg≥o-
úci pomiÍdzy aparatami (potrzebnych np.
na Ñsznurowanieî). Umoøliwia takøe po-
zostawienie optymalnego miejsca na ka-
ble, przewody zasilajπce oraz odp≥ywo-
we. Innymi zaletami systemu sπ: os≥ony
aparatÛw z wyciÍciami, otworowane p≥y-
ty montaøowe dedykowane do produktÛw
ETI. £atwy montaø kaset licznikowych,
szybki montaø maskownic, wysokiej ja-
koúci flansze wprowadzeniowe przewo-
dÛw i kabli. Wymienione cechy sk≥adajπ
siÍ na duøπ elastycznoúÊ oraz funkcjonal-
noúÊ systemu, skracajπ czas potrzebny na
zmontowanie rozdzielnicy oraz obniøajπ
koszty. 

Projekt wdroøenia systemu rozdzielnic
przewiduje rÛwnieø stworzenie oprogra-
mowania komputerowego wspomagajπce-
go projektowanie oraz kosztorysowanie
rozdzielnic, co jest bardzo waønπ jego czÍ-
úciπ.
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Rys. 5. Przepust kablowy z zagiÍtymi krawÍdziami oraz wylewanπ uszczelkπ

Rys. 6. Kπt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni.
Drzwi otwierajπ siÍ w obrysie zewnÍtrznym obu-
dowy, co umoøliwia bezpoúrednie ≥πczenie kilku
obudÛw w szeregu

Koncern ETI Elektroelement, ktÛrego czÍúciπ jest firma ETI Polam, naleøy do grupy najwiÍkszych
producentÛw aparatury zabezpieczajπcej niskiego i úredniego napiÍcia w Europie. Jednym w g≥Ûw-
nych celÛw koncernu jest posiadanie pe≥nej oferty produktowej, niezbÍdnej do wykonania komplet-
nych rozdzielnic elektrycznych niskiego napiÍcia, w oparciu o aparaty elektryczne i obudowy firmy
ETI. Z tego powodu asortyment zosta≥ poszerzony o wiele nowych produktÛw, m.in. wy≥πczniki po-
wietrzne do 4000 A, seriÍ wy≥πcznikÛw nadprπdowych Etimat11, Etimat T, wy≥πczniki rÛønicowoprπ-
dowe Limat, wy≥πczniki nadprπdowe selektywne Etimat S i Etimat SP, nowπ seriÍ wy≥πcznikÛw i roz-
≥πcznikÛw kompaktowych EB2 i ED2, przekaüniki programowalne, sterowniki SZR, obudowy her-
metyczne typu GT oraz wiele innych. Szeroka gama produktowa pozwala zaspokoiÊ wymagania
wiÍkszoúci wspÛ≥czesnych rozwiπzaÒ technicznych stosowanych przy produkcji rozdzielnic elek-
trycznych.

Oferta ETI Elektroelement



Obudowy hermetyczne GT

Obudowy hermetyczne GT o stopniu
szczelnoúci IP65 sπ pierwszπ wdroøonπ do
sprzedaøy czÍúciπ systemu. W przypadku
tych modeli jedynie czÍúÊ wymiarÛw ze-
wnÍtrznych pokrywa siÍ z typoszeregiem
g≥Ûwnym. Pozosta≥e rozmiary podyktowa-
ne sπ potrzebami rynku. Typoszereg za-
wiera 57 wielkoúci. Minimalne wymiary
obudowy to 250 x 200 x 150 mm (wyso-
koúÊ x szerokoúÊ x g≥ÍbokoúÊ), maksymal-
ne 1200 x 1000 x 400 mm. Obudowy GT
posiadajπ w standardzie p≥ytÍ montaøowπ,
ale moøna w nich rÛwnieø zamontowaÊ
wk≥ad z maskownicami pod aparaty mo-
du≥owe oraz aparaty przystosowane do
montaøu na p≥ycie.
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Rys. 7. Drzwi w obudowach od wysokoúci
400 mm posiadajπ profile pionowe z otworami
montaøowymi o rozstawie 25mm (a). Drzwi
w obudowach od szerokoúci 800 mm posiadajπ
profile poziome wyposaøone w otwory montaøo-
we o rozstawie 25 mm (b)

Rys. 8. ZamkniÍcie drzwi w zaleønoúci od wysokoúci obudowy:
a ñ jeden zamek do wysokoúci 400 mm,
b ñ dwa zamki od wysokoúci 500 mm, 
c ñ zapiÍcie 3-punktowe od wysokoúci 1000 mm

Rys. 9. 
Konstrukcja zapiÍcia 3-punktowego

a)

a)

b)

c)

b)

R
E

K
L

A
M

A



Charakterystyka techniczna 
obudÛw GT

Obudowy GT sπ wykonane z blachy sta-
lowej o gruboúciach od 1,2 do 2 mm i ma-
lowane farbπ proszkowπ poliestrowπ kolor
RAL 7035 do zastosowaÒ zewnÍtrznych.
Metalowa konstrukcja pozwoli≥a uzyskaÊ
odpornoúÊ na dzia≥anie zewnÍtrznych
czynnikÛw mechanicznych IK10. Istnieje
moøliwoúÊ montaøu drzwi z lewej i prawej
strony. Obudowy od wysokoúci 800 mm
wyposaøone sπ w trzy zawiasy. Specjalnie
wyprofilowane krawÍdzie korpusu zapew-
niajπ pewnπ ochronÍ przed wodπ (rys. 3).
Wylewane uszczelki poliuretanowe na
drzwiach (rys. 4) oraz na przepuúcie (rys. 5)
kablowym pozwalajπ uzyskaÊ stopieÒ
ochrony IP65. Przepust kablowy posiada

zagiÍte krawÍdzie w celu usztywnienia.
Kπt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni,
przy czym drzwi otwierajπ siÍ w obrysie
zewnÍtrznym obudowy, co umoøliwia bez-
poúrednie ≥πczenie kilku obudÛw w szere-
gu (rys. 6). S≥uøy temu takøe specjalna
konstrukcja zawiasÛw. Drzwi w obudo-
wach od wysokoúci 400 mm posiadajπ pro-
file pionowe wyposaøone w otwory mon-
taøowe o rozstawie 25 mm. Drzwi w obu-
dowach od szerokoúci 800 mm posiadajπ
profile poziome wyposaøone w otwory
montaøowe o rozstawie 25 mm (rys. 7).
ZamkniÍcie drzwi realizowane jest w za-
leønoúci od wysokoúci obudowy (rys. 8):
jeden zamek do wysokoúci 400 mm, dwa
zamki od wysokoúci 500 mm; zapiÍcie 3-
punktowe od wysokoúci 1000 mm (rys. 9).
W korpusie i drzwiach obudowy znajdujπ
siÍ zaciski uziemiajπce M6x12 (rys. 10).

Obudowy montuje siÍ do bezpoúrednio do
úciany lub za pomocπ specjalnych uchwy-
tÛw montaøowych (osobne zamÛwienie)
(rys. 11). Otwory na úcianie tylnej korpu-
su majπ úrednicÍ 10 mm. P≥yta montaøo-
wa wykonana jest z blachy ocynkowanej
o gruboúci 2 mm (rys. 12). P≥ytÍ mocuje
siÍ na ko≥kach M8x25mm. W zaleønoúci
od rozmiaru zastosowano zagiÍcia krawÍ-
dzi p≥yty w celu jej usztywnienia.

Normalizacja

Przy projektowaniu obudÛw, oprÛcz na-
rzucenia typoszeregu wymiarowego,
uwzglÍdniane i stosowane sπ aktualne wy-
mogi normalizacyjne w tym zakresie, wy-
nikajπce z nastÍpujπcych regulacji:

ï PN-EN 62208: 2006 Puste obudowy do
rozdzielnic i sterownic niskonapiÍcio-
wych ñ Wymagania ogÛlne,

ï PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony za-
pewnianej przez obudowy (Kod IP),

ï PN-EN 62262: 2003 Stopnie ochrony
przed zewnÍtrznymi uderzeniami mecha-
nicznymi zapewnianej przez obudowy
urzπdzeÒ elektrycznych (Kod IK),

ï PN-EN-50274: 2004 Rozdzielnice i ste-
rownice niskonapiÍciowe ñ Ochrona
przed poraøeniem prπdem elektrycznym
ñ Ochrona przed niezamierzonym doty-
kiem bezpoúrednim czÍúci niebezpiecz-
nych czynnych,

ï PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 1:
Postanowienia ogÛlne,

ï PN-EN 61439-2: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdzia≥u
energii elektrycznej,

ï PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 1:
Zestawy badane w pe≥nym i niepe≥nym
zakresie badaÒ typu,

ï PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 2:
Wymagania dotyczπce przewodÛw szy-
nowych,

ï PN-EN 60439-2: 2004/A1: 2007 Roz-
dzielnice i sterownice niskonapiÍciowe
ñ CzÍúÊ 2: Wymagania dotyczπce prze-
wodÛw szynowych,

ï PN-EN 60439-3: 2004 Rozdzielnice i ste-
rownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 3: Wy-
magania dotyczπce niskonapiÍciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostÍpnych
do uøytkowania przez osoby niewykwali-
fikowane ñ Rozdzielnice tablicowe,
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Rys. 10. W korpusie i drzwiach obudowy znajdujπ siÍ zaciski uziemiajπce M6x12

Rys. 11. Obudowy GT moøna montowaÊ bezpoúrednio do úciany lub za pomocπ specjalnych uchwy-
tÛw montaøowych



ï PN-EN 60439-4: 2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapiÍ-
ciowe ñ CzÍúÊ 4: Wymagania dotyczπce zestawÛw przeznaczo-
nych do instalowania na terenach budÛw (ACS),

ï PN-EN 60439-5: 2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapiÍ-
ciowe ñ CzÍúÊ 5: Wymagania szczegÛ≥owe dotyczπce zestawÛw
do rozdzia≥u energii w sieciach publicznych,

ï PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterow-
niczej niskonapiÍciowej ñ Znormalizowany montaø na szynach,
w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w in-
stalacjach rozdzielczych i sterowniczych.

Dyrektywa RoHS

W konstrukcji obudÛw zadbano rÛwnieø o to, aby spe≥nia≥y one
wymagania dyrektywy RoHS (ang. Restriction of Hazardous Sub-
stances). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilo-
úci substancji niebezpiecznych przenikajπcych do úrodowiska
z odpadÛw elektrycznych i elektronicznych. TreúÊ dyrektywy mÛ-
wi, øe nowy sprzÍt elektroniczny wprowadzany do obrotu na te-
renie Unii Europejskiej i EFTA poczπwszy od 1 lipca 2006 r.
(w Polsce od 27 marca 2007 r.) bÍdzie zawiera≥ ograniczenia
w zawartoúci materia≥Ûw szkodliwych: o≥owiu, rtÍci, kadmu, sze-
úciowartoúciowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB)
i polibromowanych eterÛw fenylowych (PBDE). Komisja Euro-
pejska okreúli≥a maksymalne stÍøenia tych pierwiastkÛw/substan-
cji w materiale jednorodnym.

inø. Pawe≥ PirÛg

Autor pracuje 

jako project manager

oraz kierownik ds. inwestycji 

w firmie ETI Polam
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Rys. 12. 
P≥yta montaøowa 
wykonana z blachy
ocynkowanej 
o gruboúci 2 mm

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawla ll 18
06-100 Pu≥tusk

tel. (23) 691 93 00 
fax (23) 692 32 12 

e-mail: etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl
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